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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefilhrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v
.etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 19.040 Ersatz fur
DIN EN 60068-2-58

(VDE 0468-2-58):2016-01
Siehe Anwendungsbeginn

Umgebungseinfliisse -

Teil 2-58: Prifungen —

Prifung Td: Priifverfahren fiir Lotbarkeit, Widerstandsfahigkeit
gegeniiber Auflosen der Metallisierung und Lotwarmebestandigkeit bei
oberflichenmontierbaren Bauelementen (SMD)

(IEC 60068-2-58:2015 + A1:2017);

Deutsche Fassung EN 60068-2-58:2015 + A1:2018

Environmental testing —

Part 2-58: Tests —

Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to
soldering heat of surface mounting devices (SMD)

(IEC 60068-2-58:2015 + A1:2017);

German version EN 60068-2-58:2015 + A1:2018

Essais d’environnement —

Partie 2-58: Essais —

Essai Td: Méthodes d’essai de la soudabilité, résistance de la métallisation a la dissolution et
résistance a la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

(IEC 60068-2-58:2015 + A1:2017);

Version allemande EN 60068-2-58:2015 + A1:2018
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2015-05-01 angenommene Européische Norm und die am
2017-09-01 angenommene Anderung A1 als DIN-Norm ist 2018-09-01.

Far DIN EN 60068-2-58 (VDE 0468-2-58):2016-01 besteht eine Ubergangsfrist bis 2021-04-13.
Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60068-2-58/A1 (VDE 0468-2-58/A1):2016-12.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 682 ,Aufbau- und Verbindungstechnik fir
elektronische Baugruppen” der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 91 ,Electronics assembly technology” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch” zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
— Dbestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Das Original-Dokument enthélt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung

wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.

Die Anderung A1 wurde eingearbeitet und durch einen senkrechten Strich am linken Seitenrand gekenn-
zeichnet.

Anderungen

Gegenuber DIN EN 60068-2-58 (VDE 0468-2-58):2016-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Alle Abschnitte wurden unter Beriicksichtigung des gesamten Inhalts der vorherigen Ausgabe
entsprechend den aktuellen Anforderungen an Form und Gestaltung tberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN IEC 60068-2-58: 1992-04

DIN EN 60068-2-58: 1999-10, 2005-03
DIN EN 60068-2-58 (VDE 0468-2-58): 2016-01
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit europaischen und internationalen Dokumenten

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europdisches Internationales Klassifikation im

Deutsches Dokument

Dokument Dokument VDE-Vorschriftenwerk
EN 60068-1 IEC 60068-1 DIN EN 60068-1 -
EN 60068-2-20:2008 |IEC 60068-2-20:2008 |DIN EN 60068-2-20:2009-02 -
EN 60194 IEC 60194 DIN EN 60194 -
EN 61190-1-1 IEC 61190-1-1 DIN EN 61190-1-1 -

EN 61190-1-2:2014

IEC 61190-1-2:2014

DIN EN 61190-1-2:2014-11

EN 61190-1-3:2007
+A1: 2010

IEC 61190-1-3:2007
+ A1: 2010

DIN EN 61190-1-3:2011-04

EN 61191-2

IEC 61191-2

DIN EN 61191-2

EN 61249-2-22

IEC 61249-2-22

DIN EN 61249-2-22

EN 61249-2-35

IEC 61249-2-35

DIN EN 61249-2-35

EN 61760-1

IEC 61760-1

DIN EN 61760-1

EN I1SO 9454-2:2000

ISO 9454-2:1998

DIN EN 1SO 9454-2:2000-09

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60068-1, Umweltprtifungen —Teil 1: Allgemeines und Leitfaden

DIN EN 60068-2-20:2009-02, Umgebungseinfiiisse — Teil 2-20: Priifungen — Prifung T: Priifverfahren fiir die

Létbarkeit

und Létwdrmebesténdigkeit

von Bauelementen mit

(IEC 60068-2-20:2008); Deutsche Fassung EN 60068-2-20:2008

herausgefiihrten

Anschliissen

DIN EN 60194, Konstruktion, Herstellung und Besttickung von Leiterplatten — Begriffe und Definitionen

DIN EN 61190-1-1, Verbindungsmaterialien fir Baugruppen der Elektronik — Teil 1-1: Anforderungen an
Weichlét-Flussmittel flir hochwertige Verbindungen in der Elektronikmontage
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DIN EN 61190-1-2:2014-11, Verbindungsmaterialien fiir Baugruppen der Elektronik — Teil 1-2: Anforderungen
an Lotpaste fiir hochwertige Verbindungen in der Elektronikmontage (IEC 61190-1-2:2014); Deutsche
Fassung EN 61190-1-2:2014

DIN EN 61190-1-3:2011-04. Verbindungsmaterialien flir Baugruppen der Elektronik — Teil 1-3: Anforderungen
an Elektroniklote und an Festformlote mit oder ohne Flussmittel fiir das Léten von Elektronikprodukten
(IEC 61190-1-3:2007 + A1:2010); Deutsche Fassung EN 61190-1-3:2007 + A1:2010

DIN EN 61191-2, Elektronikaufbauten auf Leiterplatten — Teil 2: Rahmenspezifikation — Anforderungen an
geldtete Baugruppen in Oberflaichenmontage

DIN EN 61249-2-22, Materialien flir Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen — Teil 2-22: Kaschierte
und unkaschierte verstérkte Basismaterialien — Kupferkaschierte mit E-Glasgewebe verstérkte Laminattafeln
auf der Basis von modifiziertem halogenfreien Epoxidharz mit definierter Brennbarkeit (Brennpriifung mit
vertikaler Priiflingslage)

DIN EN 61249-2-35, Materialien fiir Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen — Teil 2-35: Kaschierte
und unkaschierte verstérkte Basismaterialien — Kupferkaschierte mit E-Glasgewebe verstédrkte Laminattafeln
auf der Basis von modifiziertem Epoxidharz mit definierter Brennbarkeit (Brennpriifung mit vertikaler
Priiflingslage) fiir bleifreie Bestlickungstechnik

DIN EN 61760-1, Oberflaichenmontagetechnik — Teil 1: Genormtes Verfahren zur Spezifizierung oberfladchen-
montierbarer Bauelemente (SMDs)

DIN EN ISO 9454-2:2000-09, Flussmittel zum Weichléten — Einteilung und Anforderungen — Teil 2: Eignungs-
anforderungen (ISO 9454-2:1998),; Deutsche Fassung EN ISO 9454-2:2000
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EUROPAISCHE NORM EN 60068-2-58

Mai 2015
EUROPEAN STANDARD + A1
i April 2018
NORME EUROPEENNE
ICS 19.040; 31.190 Ersatz fur EN 60068-2-58:2004

Deutsche Fassung

Umgebungseinflisse —
Teil 2-58: Prifungen —
Prufung Td: Prufverfahren fur Létbarkeit, Widerstandsfahigkeit
gegenuber Auflésen der Metallisierung und Létwarmebestandigkeit bei

oberflachenmontierbaren Bauelementen (SMD)
(IEC 60068-2-58:2015 + A1:2017)

Environmental testing — Essais d'environnement —

Part 2-58: Tests — Partie 2-58: Essais —

Test Td: Test methods for solderability, resistance Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité,
to dissolution of metallization and to soldering résistance de la métallisation a la dissolution et
heat of surface mounting devices (SMD) résistance a la chaleur de brasage des

(IEC 60068-2-58:2015 + A1:2017) composants pour montage en surface (CMS)

(IEC 60068-2-58:2015 + A1:2017)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2015-05-01 und die A1 am 2017-09-01 angenom-
men. CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten

S e

Européaisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2018 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60068-2-58:2015 + A1:2018 D
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EN 60068-2-58:2015 + A1:2018

Vorwort

Der Text des Dokuments 91/1222/FDIS, zukinftige 4. Ausgabe der IEC 60068-2-58, erarbeitet vom
IEC/TC 91 ,Electronics assembly technology“, wurde zur parallelen |IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt
und von CENELEC als EN 60068-2-58:2015 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
ibernommen werden muss (dop):  2016-02-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow): 2018-05-01

Dieses Dokument ersetzt EN 60068-2-58:2004.
Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |IEC 60068-2-58:2015 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60068-2-54 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60068-2-54.
IEC 60068-2-69 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60068-2-69.
IEC 60749-20 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60749-20.
IEC 61760-3 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61760-3.
IEC 61760-4 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61760-4 ).

1) Zu Veréffentlichen.
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Europadisches Vorwort zu A1

Der Text des Dokuments Dokuments 91/1445/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe der IEC 60068-2-58:2015/A1,
erarbeitet vom IEC/TC 91 ,Electronics assembly technology, wurde zur parallelen I[EC-CENELEC-
Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60068-2-58:2015/A1:2018 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop): 2018-10-13

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow): 2021-04-13

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60068-2-58:2015/A1:2017 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als Europdische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 60068 beschreibt die Priifung Td; sie ist anwendbar fiir oberflichenmontierbare
Bauelemente (SMD).

Dieses Dokument beschreibt Verfahren zur Bestimmung der Lotbarkeit, der Widerstandsfahigkeit gegentiiber
Auflésen der Metallisierung und der Létwarmebesténdigkeit von Bauelementen in Anwendungen, bei denen
eutektische oder nahezu eutektische Zinn-Blei-Lotlegierungen oder bleifreie Lotlegierungen eingesetzt
werden.

Die Priufungen, bei denen entweder das Létbadverfahren oder das Aufschmelzverfahren angewendet wird,
gelten nur fur Priflinge oder Produkte, die fiir das kurzzeitige Eintauchen in geschmolzenes Lot bzw. die
begrenzte Einwirkung von Aufschmelzsystemen ausgelegt sind.

Das Létbadverfahren ist anwendbar fiir oberflichenmontierbare Bauelemente, die fur Schwallléten oder fir
Aufschmelzléten vorgesehen sind, sofern diese fiir das Létbadverfahren (Tauchen) geeignet sind.

Das Aufschmelzverfahren ist anwendbar fir oberflachenmontierbare Bauelemente, die fir Aufschmelzléten
vorgesehen sind, um die Eignung von oberflaichenmontierbaren Bauelementen zum Aufschmelzléten zu
bestimmen, sofern diese fir das Létbadverfahren (Tauchen) geeignet sind.

Zweck dieser Norm ist es, die Létbarkeit der Anschlisse von Bauelementen sicherzustellen. Darlber hinaus
werden Prifverfahren beschrieben, mit denen sichergestellt wird, dass der Bauelementkérper der Warme-
belastung, der er beim Léten ausgesetzt ist, standhalten kann.

Diese Norm beschreibt die nachfolgend aufgefiihrten Prifungen Td,, Td, und Td:

Nummer der Priifung Verfahren
Priifung Td
Verfahren 1: Létbad
T Lotbarkeit der Anschlii
d obarkelt der Anschiusse Verfahren 2 Aufschmelzlten
— i g Verfahren 1: Létbad
Td Létwarmebestandigkeit
2 Verfahren 2 Aufschmelzléten
- ey . . . Verfahren 1: Létbad
Td Entnetzung und Widerstandsfahigkeit gegeniiber Auflésen der Metallisierung .
3 Verfahren 2 Aufschmelzlten

ANMERKUNG 1 Fir spezielle Bauelemente kann es andere Priifverfahren geben.
ANMERKUNG 2 Die Prifung Td gilt nicht fur Leiterplatten, siehe IEC 61189-3.

ANMERKUNG 3 Spezielle Bauelemente fir die Durchsteckmontage (fur die der Bauteillieferant ausdriicklich die
Eignung zum Aufschmelzléten angegeben hat) sind ebenfalls in dieser Norm erfasst.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60068-2-20:2008, Environmental testing — Part 2-20: Tests — Test T: Test methods for solderability and
resistance to soldering heat of devices with leads
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IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

IEC 61190-1-1, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-1: Requirements for soldering fluxes
for high-quality interconnections in electronics assembly

IEC 61190-1-2:2014, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-2: Requirements for soldering
pastes for high-quality interconnects in electronics assembly

IEC 61190-1-3:2007, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-3: Requirements for electronic
grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications
IEC 61190-1-3:2007/AMD1:2010

IEC 61191-2, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirements for surface mount
soldered assemblies

IEC 61249-2-22, Materials for printed boards and other interconnecting structures — Part 2-22: Reinforced
base materials clad and unclad — Modified non-halogenated epoxide woven E-glass laminated sheets of
defined flammability (vertical burning test), copper-clad

IEC 61249-2-35, Materials for printed boards and other interconnecting structures — Part 2-35: Reinforced
base materials, clad and unclad — Modified epoxide woven E-glass laminate sheets of defined flammability
(vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly

IEC 61760-1, Surface mounting technology — Part 1: Standard method for the specification of surface
mounting components (SMDs)

1ISO 9454-2:1998, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 2: Performance requirements

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60068-1, IEC 60068-2-20 und IEC 60194
sowie die folgenden Begriffe.

3.1

Lotbarkeit

Fahigkeit der Anschlisse oder Elektroden des oberflachenmontierbaren Bauelements, wéahrend des
Lotvorgangs bei der Anschluss- bzw. Elektrodentemperatur, die als niedrigste Temperatur innerhalb des
Lottemperaturbereichs der Lotlegierung angenommen wird, mit Lot benetzt zu werden

3.2

Lotwarmebestandigkeit

Fahigkeit des Bauelements, wahrend des Létvorgangs der héchsten Temperaturbelastung im Hinblick auf
Temperaturgradient, Spitzentemperatur und Dauer des Létvorgangs innerhalb des Léttemperaturbereichs der
Lotlegierung zu widerstehen

3.3

Schwallléten

Wellen-, Schlepp- oder Tauch-Létvorgang, bei dem das Teil mit dem flissigen Lot in Kontakt gebracht wird,
um die elektronischen Bauelemente an der verbindenden Oberflache zu befestigen

34

Aufschmelzl6ten

das Zusammenfiigen von zu verbindenden Oberflachen, die vorher verzinnt und/oder mit einem Lotauftrag
versehen worden sind, das Zusammenhalten der beiden Teile, das Erhitzen, bis das Lot flieRt, und das
Abkiihlenlassen von Oberflache und Lot in der Fligeposition

3.5

Benetzung

Bildung einer festhaftenden Lotschicht auf einer Oberfldche, erkennbar an einem kleinen Kontaktwinkel

8 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60068-2-58:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60068-2-58-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60068-2-58-2018-09

DIN EN 60068-2-58 (VDE 0468-2-58):2018-09
EN 60068-2-58:2015 + A1:2018

3.6
Entnetzung
Zurickziehen von geschmolzenem Lot auf einer bestimmten Flache, die zuvor vom Lot benetzt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff: In einigen Féllen kann ein sehr dinner Lotfilm zurlickbleiben. Mit dem Zuriickziehen des
Lotes steigt der Kontaktwinkel.

3.7

Nichtbenetzung

Unfahigkeit von geschmolzenem Lot, auf einer Oberflache eine festhaftende Schicht zu bilden, erkennbar an
einem Kontaktwinkel von gréf3er 90°

3.8
Auflésung der Metallisierung
Vorgang der Metallauflésung, tblicherweise durch Einwirkung von Chemikalien

3.9
Nadelloch
kleines Loch, das sich von der Oberflache eines Lotes bis zum Basismaterial erstreckt

4 Einteilung der Lotverfahren in Gruppen und entsprechende Priufscharfegrade

Die Schmelztemperaturen bleifreier Lotlegierungen fur industrielle Verfahren unterscheiden sich deutlich von
den Schmelztemperaturen von Sn-Pb-Lotlegierungen. Dariiber hinaus unterscheiden sich die Schmelz-
temperaturen bleifreier Lotlegierungen auch untereinander, kénnen aber in Gruppen eingeteilt werden.

Die folgenden Gruppen von Létverfahren nach Tabelle 1 dienen als Richtlinie zur Auswahl des Scharfe-
grades fir die Benetzungspriifung und die Priifung der Létwarmebestandigkeit.
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Tabelle 1 - Einteilung der Létverfahren in Gruppen und typische Priifscharfegrade - Uberblick

: a 1 2 3 4
Verarbeitungstemperaturgruppe Niedrig Mittel Erhéht Hoch
Typische Lotlegierungsgruppe Sn-Bi Sn-Pb Sn-Ag-Cu Sn-Cu
Typische Schwallléten - 235 °C bis 250 °C 250 °C bis 260 °C 250 °C bis 260 °C°©
Verarbeitungs-
temperatur Aufschmelzléten 170 °C bis 210 °C 210 °C bis 240 °C 235 °C bis 250 °C -
Priifverfahren Priifeigenschaft Temperatur / Dauer

Létbad Lotbarkeit
(6.5) 175°C/3s 235°C/2s 245°C/3s 250°C/3s
Lotwarme- 260°C/5s 260°C/5s
bestandigkeit 230°C/10s 260°C/10s
(7.5) 260°C/10s 260°C/10s
Entnetzung 260°C/5s
(8.2) - _ _
260°C/10s
Bestandigkeit gegen-
Uber Auflésen der -
Metallisierung - 260°C/30s
(8.2)
Aufschmelz- Létbarkeit . o .
I6ten (6.6) 170°C/10s 215°C/10s 235°C/10s -
Lotwarme- 230°C/30s
bestandigkeit
(7.6) 245°C/30s
- 235°C/20s -
Entnetzung 250°C/30s
(82) 260°C/30's
2 Einzelheiten zu den Prifbedingungen sind in den entsprechenden Unterabschnitten angegeben.
b Gemessen an der Lotverbindung.
€ 255 °C bis 265 °C kann ein annehmbarer Léttemperaturbereich fiir Leiterplatten mit hohen thermischen Anforderungen sein.

Fr Tabelle 1 missen folgende Angaben gelten:
— Schwallléten bezieht sich sowohl auf Wellenléten als auch auf Tauchléten.

— Typische Verarbeitungstemperaturen fur Schwallléten sind mit der Léttemperatur identisch. Typische
Verarbeitungstemperaturen fiir Aufschmelzléten sind die Temperaturen auf der Oberflache und an den
Anschlissen des oberflichenmontierbaren Bauelements.

— Die in Tabelle 1 aufgefiihrten Lotlegierungen sind Zinn-Blei-Lot und die derzeit fiir bleifreie Lotverfahren
bevorzugten Legierungen. Andere Lotlegierungen sind jedoch nicht ausgeschlossen, sofern sie mit der
angegebenen Gruppe Ubereinstimmen.

5 Prifausriistungen

5.1 Létbad

Wie in IEC 60068-2-20:2008, 5.2.1, angegeben, muss das Loétbad mindestens 40 mm tief sein und ein
Volumen von mindestens 300 ml haben.

Fur Bauelemente mit hoher Warmekapazitat muss das Létbadvolumen in der entsprechenden Spezifikation
angegeben werden.

Das Material des Létbadbehalters muss gegeniiber der fliissigen Lotlegierung widerstandsféhig sein.
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